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ICサブストレートおよびパッケージ向け
Frontline InCAM® Pro 
Frontline InCAM Pro for ICSは、ICサブストレートおよび最先端パ
ッケージ製造向けのCAMソリューションで、進化する業界のニーズ
に対応し、高歩留まりと高速CAMプロセスを実現します。

 ▪ 幅広いデータ解析機能と最適化 DFM (Design for Manufacturing) 
ツールを提供

 ▪ 座標、シンボル、測定の精度向上と精細化

 ▪ 高度なエッチング補正、ガス抜きホール、金メッキ、その他
ICサブストレート向け専用ツール

 ▪ 再構成基板上のダイシフトに対するRDL（再配線層）デザイン
への補正

銅箔エリア分布やレイヤー比較の　　　
高精細化
サブミクロン精度に対応
入出力時の座標やシンボルへのデータ丸め込みを無しにして、シン
ボル、座標、DFMおよび角度測定の精度が向上

 ▪ 編集機能、DFM、解析における入力パラメータの精度を向上

 ▪ ラスター演算（レイヤー比較、銅面積演算）の分解能を0.001µm
に向上

 ▪ レイヤー比較の許容誤差を縮小

ガス抜きホールの生成と解析 
ABF（味の素ビルドアップフィルム）のような有機粘着フィルムを使用
する場合、接着性を高め、剥離を避けるために、大きな銅プレーン
（通常は電源接地プレーン）に自動的にガス抜きホールを追加する。

 ▪ 指定したピッチの穴（丸穴/長穴）を自動生成

 ▪ 同一層または隣接層の重要箇所に近接する穴は回避

 ▪ ガス抜き穴がビルドアップ要件に該当するかチェック

最先端のハマーヘッド・エッチング補正
最先端のハマーヘッド・エッチング補正機能による高精度とカスタ
マイズ：

 ▪ 内角と外角で異なる補正を定義

 ▪ フィーチャ（パッド、トレース、サーフェス）ではなく、銅に対して
既存のシェービングを実施

 ▪ どのタイプの内角を補正するか定義

 ▪ 新しい補正形状を使用 - 両端と測定による三角補正；長方形
とシェブロン形状

ダイの配置変更と回転補正
ダイ・ファースト・パッケージング技術では、ピック＆プレイスや成形
工程後に再構成された基板上のダイの位置がずれるため、歩留まり
の低下につながることがあります。そのため、各ダイにおける信号層
とビア層の調整が必要になります。

 ▪ 測定ツールからのダイ配置と回転測定入力をサポート

 ▪ パネル上のダイ位置を測定し、位置ずれを補正するためにレイ
ヤー形状を自動調整

 ▪ 各パネル上のダイについて、後工程へのパターニング・ツールに
補正をオンザフライで出力



ICパッケージング向けFrontline InCAM® Pro ツール
輪郭データから回路データへの変換
輪郭データから回路データへの変換は、輪郭として定義されたデザ
インからパッドとトレースを認識し、DXFデータ（アウトラインから
サーフェスへ変換後）や描画不良データ（オントゥライジング後）の
クリーンアップに使用できます。

タイラインの認識
タイラインの認識機能により、ICサブストレート上の金のタイラインを
認識し、属性.tie_lineでマークします。オプションで、属性.n_electric
が付けられます。

トレースをパッドセンターに接続
トレースをパッドセンターに接続 - パッドまたは隣接するティア
ドロップに接触するトレースをパッドの中心に自動的に接続しま
す。DFMはトレースを延長するか、トレースを延長して追加します。
前提条件：塗り込みパッド変換とティアドロップ認識

 ICパッケージの特徴分類
ICパッケージ特徴分類は、エッチング補正時にこれらの特徴を異なる
ものとして扱い、さらにカスタム解析カテゴリで使用するために、IC
パッケージジョブの特定の部分を認識し、属性を割り当てます。

信号層解析チェック

 ▪ フィンガー幅測定 - このICパッケージ解析を実行し、長方形
および楕円形のパッドの長さ(¹⁄₃、¹⁄₂、²⁄₃)を測定します。さらに、
信号層解析を実行し、銅レイヤーの間隔、環状リング、線幅を
測定します。

 ▪ カスタム分析カテゴリ - 既存の結果カテゴリをユーザー定義
の基準（特徴タイプ、属性）に分割します。

エッチバックマスク解析
銅とソルダーマスクに対して、エッチバックマスクの有効性を確認
します。エッチバックマスクは、金メッキされるパッド同士を接続する
ために層内部で使用されるデザインの部分をクリアにし、金メッキ
工程後にエッチング除去されます。
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ゴールド・タイバー生成
ゴールド・タイバー生成は、複雑なBGA（ボール・グリッド・アレイ）
パッケージに金メッキのタイラインを追加し、基板の反対側への
配線や、片側の金メッキパッドをすべて接続するスペースがない場合
にビアホールを通してタイラインを配線することを可能にします。

ボンディングパッド補正
ボンディングパッド補正は、楕円形ボンディングパッドのトレースに
接続されていない端に円弧または正方形のサーフェスを追加する
ことにより、楕円形ボンディングパッドの補正を追加します。

ガス抜きホール生成
ガス抜きホール作成は、事前に定義されたパラメータとルールに
従って、ICサブストレート層上にガス抜きホールを自動的に追加
します。

ハンマーヘッドエッチング補正

 ▪ パッドやサーフェスの長方形のコーナーに追加補正を実施

 ▪ ダイボンドフィンガーSMD（表面実装デバイス）が、化学エッチ
ング処理後も長方形のままであることを保証するために、ダイ
ボンドフィンガーパッドの各コーナーに、間隔が許す限りハン
マーヘッド形状を自動的に追加

パネル金メッキ解析
パネル内の金メッキバーに接続されていない PCB 内の金メッキ
ネット（属性または金マスクでマーク）のレポートを表示します。

ダイ位置補正
ダイの配置と成形の後、ダイの位置補正は、機械の配置誤差を補正
するために、ダイの実際の測定位置に後続層の形成を調整します。
インプロセスへの自動化対応。


